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「外観不良ワーク加工装置」
特許第5820692号

発明の効果
（新規性・優位性）

利用シーン（展開可能分野）

想定するライセンシー像
（保有技術や事業領域）

外観不良ワークに対してレーザー加工
を施す際に他のワークに悪影響を与える
ことなく、かつ、外観不良ワークに対して
適切な加工を施すことができる。

半導体素子とは限らず、電子部品の

外観不良を発見し、発見した箇所を

レーザーなどを使用して修正加工する

装置を使用するメーカーを想定。

実施例では、半導体素子の外観不良を発

見し、発見した箇所をレーザーなどを使用して

修正加工する装置に使用しているが、半導体

装置以外の電子部品の外観不良を発見し、

発見した箇所を修正加工する装置を使用す

る際に有用。
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